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1. 서론 

 

PKG 제품의 신뢰성 평가는 온도평가
[1]
에 

대한 infra가 매우 중요하다. 현재 

TFS(Temperature Forcing System)
[2]
을 

사용하고 있으나 본 설비의 경우 제품의 

single test를 위한 설비로 parallel test를 

사용하기 위해서는 thermal box라는 tool을 

사용해야만 한다. 현재 사용하고 있는 thermal 

box는 board size마다 다르고 온도 편차 

문제와 저온 test시 외부 결로
[3]
가 발생하는 

문제가 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 

차별화된 thermal box를 개발하여 제품 측정시 

Data의 신뢰성 확보와 설비효율을 

향상시키고자 한다. 

 

2. 본론 

 

PKG 제품의 parallel test를 진행함에 

따라 사용되는 thermal box는 점점 더 커지는 

추세에 있다. 그러면서 발생되는 문제는 

다음과 같이 2가지가 있다. 

 

 
 

Fig. 1 Temperature variation inside thermal Box 

첫째는 Fig. 1과 같이 온도편차로 인한 

문제가 있다. TFS를 통해 인가되는 온도가 

thermal box를 이용하여 인가 될 경우에 box 

내부 위치에 따라 10℃ 이상의 차이가 

발생한다.  

 
Fig. 2 Condensation 

 

둘째는 Fig. 2와 같이 결로발생으로 인한 

문제가 있다. 결로가 녹으면서 생긴 물이(액체) 

tester head로 유입되어 tester head를 

파손시키게 된다. 

 

3. 개선 방법 

 

Thermal box 내부온도 편차와 결로문제는 

아래 4가지 방법으로 해결하였다.  

 
 

Fig. 3 Proposed thermal box and air flow 
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Fig. 3의 ①과 같이 균일하게 Air 분사를 

위한 차단막과 ②와 같이 분사된 air가 측면 

hole을 통하여 top 부분인 vent hole로 

배출되도록 동선을 최대한 길게 변경하여 내부 

온도를 최대한 유지되도록 하여 box 내부온도 

편차를 개선하였으며 ③과 같이 내부의 온도가 

외부로 배출되는 동선을 미로 형태로 최대한 

길게 만들어 내부의 찬 공기가 외부로 바로 

배출되지 않도록 하고 ④와 같이 이중으로 

제작된 중간부분을 purge air를 불어주어 외부 

결로를 최소화하는 Fig. 4와 같은 새로운 

thermal box를 개발하였다. 

 

 
Fig. 4 Proposed real thermal box (cross-section) 

 

Thermal box 온도평가는 30분 단위로 85℃ 

→ -10℃ → 100℃ → -20℃ → 125℃ → -30℃ 

→ 150 ℃ → -40 ℃ 순서로 진행하였다. 

기존 사용중인 Thermal Box는 Fig. 5와 

같이 내부온도 편차는 평균 10℃ 이상 

발생하는 것을 확인하였고 결로문제는 -

5℃에서 30분내로 진행하면 Fig. 2와 같이 

외부에 결로가 100% 발생하였다.  

 

 
Fig. 5 Temperature variation inside conventional 

thermal box 

제안된 thermal box는 Fig. 6과 같이 

Thermal Box 내부 온도편차는 평균 3℃이내로 

개선하였으며 결로문제는 -40℃에서 24시간 

진행한 결과 외부결로는 발생하지 않았다. 
 

 
Fig. 6 Temperature variation inside proposed thermal 

box 

 

4. 결론 

 

본 논문에서는 제안된 모델을 이용하여 

내부온도 편차는 평균 10℃이상에서 3℃이내로 

감소시켰으며, 결로 문제는 -5℃에서 30분내로 

진행하면 100% 발생하였던 것을 -40℃에서 

24시간 진행하여도 외부결로가 없는 것을 

확인하였다. 

 

후기 
 

향후 제안된 모델을 적용하여, PKG 제품의 

평가시에 측정 data의 신뢰성 확보와 

설비효율을 향상 시킬 것으로 기대할 수 있다. 
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